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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPLEMENT A LA PUBLICATION 191-1 (1966)

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Premiére partie : Préparation des dessins des dispositifs 2 semiconducteurs

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes

ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande
un accord international sur les sujets examinés.

q

femiconducteurs et microcircuits intég@xés.

Ces decisions constituent des recommandations internationales €t sont agreees comme

La présente recommandation a été établie par\le Cg

13

en faveur de la publication:

Italie

Japon

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suede

Suisse

Turquie

Union des Républiques Socialiste
Yougoslavie

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

mesure possible

hités nationaux.

itds nationaux ne

ale de ces regles

oniser les regles
permettent. Les

:| Dispositifs a

yant la Regle

Soviétiques

vant la Régle

Afrique du Sud Italie

Allemagne Japon

Australie Pays-Bas

Autriche Pologne

Belgique Royaume-Uni

Canada Suisse

Danemark Tchécoslovaquie

Etats-Unis Turquie

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Israél
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SUPPLEMENT TO PUBLICATION 191-1 (1966)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 1: Preparation of drawings of semiconductor devices

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Commiittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2)Theyh NC 107111 Ol Teconmendaatto Or7 lnternauonal use and By arc accepled oy Ao S0 CC that
sense.
3) In ordef to promote this international unification, the I E C expresses the wish that all Natignal CofnisitteesNhavipg as

yet no njational rules, when preparing such rules, should use the I E C recommendations as, ndamygtal\basis for|these

rules in|so far as national conditions will permit.

4) The desjrability is recognized of extending international agreement on these matterg through\an endeavour to harmponize
nationa| standardization rules with these recommendations in so far as nationa iti M permity e National
Commiftees pledge their influence towards that end.

PREFACE

This |Recommendation has been prepared by IEC
Devices gnd Integrated Microcircuits.

0. 47, Semiconductor

It forms the first supplement to IEC Publication

A drpft of Sub-clause 3.2.4 was submitted & \ Commiittees for approval under thg Six
Months’ Rule in April 1965.

The following countries vo,

S6uth Africa

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom

United States of America
Yugoslavia

A drpft of Sub-clausg 3.376 was submitted to the National Committees for approval under thg Six
Months’ Rule iii.February’1967.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Japan

Austria Netherlands

Belgium Poland

Canada South Africa

Czechoslovakia Switzerland

Denmark Turkey

France Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Israel United States of America

Italy
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COMPLEMENT A LA PUBLICATION 191-1 (1966)

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Premiere partie : Préparation des dessins des dispositifs a semiconducteurs
Page 18
Paragraphe 3.2.4

Remplacer « a I’étude » par le texte suivant :

3.2.4 Dispositifs avec sorties disposées sur une périphérie carrée ou rectangulaire

On devra prévoir nne identification visuelle de Ia face cnpéripnrp du diqpncifiﬂ Un moyen
1

d’identification de la position de la sortie numéro un sera également pré
d’identification peuvent étre combinés.

. Cesydeux moyens

Les positions des sorties seront numérotées dans I'ordre d€ suscessi ns antiboraire
autour de la périphérie du dispositif en regardant sa face supéricuxe. Da iti sortie numéro
un devra étre la premiére position en partant du moyen \¢’i i sens antihoraire.

Chaque sortie sera identifiée par le numéro de sa itrgnc Ny ertaines posi-

) levront néan-
moins avoir le numéro de la position qu’elley occupent.

Page 20

fjouter le paragraphe suivant :
3.3.6 Cas particulier des embases en(forme de losang
le:

agonale coin-
ures A, B, C)
erieur gauche.

pérer la sortie
base.

>
o
[¢)
o
m

FIGURES
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SUPPLEMENT TO PUBLICATION 191-1 (1966)

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 1: Preparation of drawings of semiconductor devices
Page 19
Sub-clause 3.2.4
Replace  under consideration ™ by the following text:

3.2.4 Devices with terminals disposed on a square or rectangular periphery

Visual identification of the top of the device should be provided. The means of identific
offterminal position number one should also be provided. These identifications ma

The terminal positions should be numbered progressively in s
arpund the periphery of the device as viewed from the top. Thesnr

sh

be

Page 21
Add the }
3.3.6 Pq
a) ponal
b) hand
n the
b kKwise

FI1GURES
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